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(54) Precede de realisation d'une carte a puce mtxte 



(57) On realise une carte ^ puce (1) mixte selon 
deux precedes. La carte k puce comporte deux couches 
(1.1,1.2) entre iesqueiles se loge un circuit ^lectrique 
secondaire (1 .3). Un micromodule (2), encastr6 dans la 
carte realise un circuit 6lectrique principal. Ce circuit 
61ectrique principal joue le role d'interface avec un lec- 
teur de carte a puce. Des pults de connexion (13,14) 
entre tes deux circuits ne sont pas r6aiis6s de la meme 



fagon et au meme moment selon chaque procedd. Mais 
finalement ils sont remplls de colle conductrice qui per- 
met d'etablir des connexions entre les deux circuits. On 
propose ainsi deux proc6d6s de realisation de cartes 
mixtes dont un permet notamment d'ameliorer le taux 
de reussite des connexions entre un circuit principal d^- 
fini par un micromodule et un circuit d*une couche en- 
terr6e de la carte. 
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Description 

[0001] L'inventlon a pour objet un procede de realisa- 
tion d'une carte k puce mixte et une carte k puce mixte 
Incluant un circuit electrique dans une couche enterree 5 
de la carte. Le but de I'invention est d'optlmiser la reali- 
sation d'une connexion entre une puce et un circuit Elec- 
trique present dans une couche enterr6e de la carte. Le 
domalne de Tlnvention concerne les cartes k puce mix- 
tes, c'est-^-dire des cartes qui comportent un circuit io 
Electrique principal, avec la puce accessible par un con- 
necteur de type k contact, mais aussi un circuit Electri- 
que secondaire prEsent dans une couche enterree de 
la carte. Le circuit secondaire peut etre une antenne et 
servir pour une communication de type sans contact is 
avec la carte. . 

[0002] Une carte k puce comporte en gEneral un mi- 
cromodule encastrE dans un logement realise selon 
I'Epaisseur de ia carte. Le micromodule est constituE 
d'une puce et d'une vignette. La puce est un circuit in- 20 
tegrE Electronique de la carte k puce. Pour pemnettre 
une liaison de la puce avec un lecteur de carte k puce 
de type k contact, la vignette Jou^ un rdle d'interface 
Electrique. 

[0003] La vignette est gEnEralement constituEe par 25 
un film isolant sur lequel ont EtE rEalisEes, sur une face 
de dessus de la vignette, des zones conductrices par 
mEtallisation. Les zones conductrices sont rEpartles In- 
dEpendamment les unes des autres. Leur rEpartition 
respecte une norme. Le film isolant comporte des trous. so 
Les trous sont repartis confomnEment a une rEpartition 
de plots de contact au sommet de la puce. Les trous 
permettent de rEaliser des connexions entre les plots 
prEsents sur le sommet de la puce et les faces du des- 
sous des zones conductrices de la vignette en regard 35 
de ces trous. La puce est fixEe par sa base sur une face 
du dessous de la vignette. La puce est rellEe k des zo- 
nes conductrices de cette face de dessous par des 
liaisons Electrlques gEnEralement rEalisEes par une 
technique dite de wire bonding (liaison par fil) dans la- 40 
quelle une machine dEbite un fil conducteur trEs fin face 
k une pane de soudage. La machine soude ainsi des 
extremitEs de segments decefil alternativementsur des 
plots de contact rEalisEs au sommet de la puce et dans 
les trous sur le dos des mEtallisatlons. L'espace vide 
restant sous la face du dessous de la vignette et entre 
les fils est rempli par une substance tsolante. 
[0004] Les zones conductrices de la vignette peuvent 
realiser par exemple une fonction d'alimentation, une 
connexion k une masse ou une fonction d'entrEe-sortie so 
de donnEes. La substance isolante utllisEe est en gEnE- 
ral du plastique. 

[0005] Le micromodule peut comporter un renflement 
dans une zone ou est placEe la puce. Ce renflement est 
entourE par des ailes fines dEbordant de cette zone de ss 
renflement. Les bords lateraux de la zone de renflement 
peuvent comporter des murs rEalisEs avec de la matiEre 
du film isolant, ou en meme temps que le film isolant 



Le bord longitudinal du renflement protEge la puce et 
ses connexions avec les zones conductrices. 
[0006] Le logement du micromodule dans une carte 
k puce peut Etre usinE parfraisage ou estampage avant 
ou apres laminage des couches de la carte a puce. Les 
cartes k puce peuvent aussi etre rEalisEes a partir de 
plusieurs couches assemblEes pouvant prealablement 
comporter une cavitE ou un percement correspondant 
k ce logement. 

[0007] Une carte a puce sans contact ne comporte 
pas de vignette avec des zones conductrices. Un loge- 
ment pour une puce sans contact peut dans une version 
simple etre rEalisE dans une premiEre couche de carte. 
Ce logement presente une cavitE ou est fixEe la puce. 
Cette cavitE dEbouche sur une face superieure de cette 
premiEre couche. Un circuit secondaire, notamment 
une antenne, est placE sur cette face supErieure de cet- 
te premiEre couche de carte, de telle f a^on que des plots 
de connexion k ce circuit secondaire soient accessibles 
k une machine de wire bonding disposEe face k cette 
face supErieure, en meme temps que des plots du som- 
met de la puce. Par la suite la cavitE est remplie de ma- 
tiEre isolante, et ou une couche supErieure de carte est 
plaquEe centre la premiEre k titre de protection. Le cir- 
cuit secondaire peut servir d'interface radioElectrique. 
[0008] Une carte mixte estentheorie une cartel puce 
avec contact (munie done d'une vignette) et une carte 
a puce qui comporte un circuit Electrique secondaire 
prEsent dans une couche enten'Ee de la carte (par 
exemple pour un usage sans contact). Le circuit secon- 
daire s'ajoute au circuit principal dEfini par le micromo- 
dule. Le probleme prEsentE par une telle carte mixte est 
qu'une machine de wire bonding ne peut pas a la fois 
rEaliser la liaison des plots de la puce aux mEtallisatlons 
du micromodule (par en dessous) et la liaison des plots 
de la puce aux plots de Tantenne (par le dessus). Des 
procEdEs de rEalisation industrielle de cartes k puce 
mixtes n'existent done pas. 

[0009] Dans l'inventlon, pour aboutir k cette fabrica- 
tion industrielle, on a choisi de rEaliser des puits de con- 
nexion conduisant, dans une couche de carte supErieu- 
re, d'une face infErieure du circuit Electrique principal 
constituE par le micromodule k une face supErieure 
d'une autre couche de carte, sur laquelte est placE le 
circuit electrique secondaire. Pour assurer la connexion 
Electrique, on a alors choisi de faire couler de la colle 
conductrice dans ces puits. Lorsque le micromodule est 
mis en place, des colonnes de colle conductrice assu- 
rent alors la connexion electrique entre des plots du cir- 
cuit secondaire et des mEtallisatlons du dessous du mi- 
cromodule. Les mEtallisatlons concemees sont alors 
telles qu'elles conduisent dans le micromodule, par une 
reprise par liaison Electrique, k des plots prEsents au 
sommet de la puce. 

[0010] Dans l'inventlon deux procEdEs de rEalisation 
d'une carte k puce mixte sont proposes, Un premier pro- 
cEdEconsiste k rEaliser dans un premier temps une pre- 
miEre couche isolante et constituante du corps de la car- 
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te. Puis on applique, sur cette premiere couche, une 
premiere face d'un circuit secondaire. Une deuxi^me 
couche isolante constituante est ensuite plaquee sur 
une deuxieme face du circuit secondaire. Des puits sont 
alors realises a Taide d'une fraise qui va creuser la 
deuxidme couche. Les puits creus^s sont remplis d'une 
colie conductrice. Puis le circuit principal presents dans 
un nnicromodule comportant des metallisations, r6ali- 
sant une interface avec une puce, est mis en place dans 
une cavite de la deuxieme couche constituante. Une 
metallisation de dessous du circuit principal et un plot 
de connexion du drcurt secondaire sont alors relics 
eiectriquement grace k la colle conductrice. 
[0011] A cet effet I'invention conceme done un proce- 
d6 de realisation d*une carte k puce comportant un cir- 
cuit electrique principal, un circuit electrlque secondaire 
present dans une couche enterree de la carte et un ml> 
cromodule ayant une zone de renflement ou est fixee la 
puce et des aites de part et d'autre du renflement, ca- 
racterise en ce qu*il comporte les etapes sulvantes 

on fomie une premiere couche Isolante de consti- 
tution d'un corps de la carte, 
on plaque centre cette premiere couche constituan- 
te une premiere face du circuit electrique secondai- 
re, 

on realise par ailleurs une deuxieme couche cons- 
tituante piaquee contre une deuxieme face du cir- 
cuit electrique secondaire, 

on Introduit, dans un& cavite de cette deuxieme 
couche constituante, le micromodule, 
on fraise des puits dans les aiies du micromodule 
et dans la deuxieme couche constituante jusqu*^ la 
deuxieme face du circuit secondaire, 
on remplft les puits d'une colle conductrice, 
on met en place, au-dessus du micromodule, le cir- 
cuit electrique principal comportant des metallisa- 
tions pour etre connecte k un lecteur de carte k pu- 
ce k contact, la colle conductrice dans les puits 
etant alors en contact direct avec deux points de 
connexion du circuit electrique secondaire et avec 
deux points de connexion du circuit electrique prin- 
cipal par rintermediaire de metallisations de ce cir- 
cuit electrique principal . 

[0012] Mais ce precede n'est pas entierement satis- 
faisant. En effet pour mettre a jour un plot du circuit elec- 
trique secondaire present dans une couche enterree de 
la carte afin de i& relier eiectriquement k un plot d'une 
puce de carte k puce, un fraisage n'est pas suffisam- 
ment pr6cis. L'altitude de la surface de la couche sup- 
port de la carte n'est pas deflnie de fagon suffisamment 
precise pour contrSler un enfoncement d'une fraise or- 
dinairement utilisee. L'epaisseur d'une carte est en effet 
egale k environ 760 pjn. Une couche a une epalsseur 
de Tordre de 300njn k 400 ^m et un circuit electrique a 
une epaisseur de I'ordre de 50p.m, notamment dans le 
cas ou le circuit electrique present dans une couche en- 



terree de la carte serait une antenne de faible epaisseur. 
II en resulte que si la couche support n'a pas l'epaisseur 
requise exactement, soit le fraisage n'atteint pas la sur- 
face de I'antenne et le contact electrique ne peut se fai- 

5 re, soit le fraisage mange I'antenne et le resultat est le 
meme, il ne peut plus y avoir de connexion fiable. 
[0013] Un precede perfectionne est alors envisage. II 
resout le probleme de I'echec des realisations des con- 
nexions entre une puce et un circuit electrique present 

10 dans une couche enterree de la carte. Dans ce perfec- 
tlonnement, les puits de connexion sont creuses avant 
assemblage des couches du support de la carte. Cet 
assemblage resulte par exemple d'un co-Iaminage. 
Comme les puits sont creuses k part, ii n*y a pas de ris- 

'5 que de perforation des plots de contact du circuit secon- 
daire. De preference la realisation des puits est stmul- 
tanee k la realisation de la cavite dans la couche con- 
cemee, de sorte que le procede n'implique pas de phase 
suppiementaire de fabrication. 

20 [0014] A cet effet Tinvention conceme done un prece- 
de de realisation d'une carte k puce comportant un cir- 
cuit electrique principal et un circuit electrique secon- 
daire present dans une couche enterree de la carte, ca- 
racterise en ce qu'il comporte les etapes sulvantes 

25 

on fonne une premiere couche Isolante de. consti- 
tution d'un corps de la carte, ' ■ 
puis on realise des puits dans cette premiere cou-^ 
che constituante, 
50 - ensuite on plaque contre cette premiere couche 
constituante une face du circuit electrique secon- 
daire, 

on realise par ailleurs une deuxieme couche cons-^ 
tituante plaquee contre I'autre face du circuit eiec- 

3s trique secondaire, 

on remplit les puits de colle conductrice, 
on met en place le circuit electrique principal com- 
portant des metallisations pour etre connecte k un 
lecteur de carte k puce k contact dans une cavite 

40 de la premiere couche constituante. 

[0015] La colle conductrice dans les puits entre en 
contact avec deux points de connexion du circuit elec- 
trique principal par I'lntemiedialre de metallisations de 

45 ce circuit electrique principal et avec deux points de con- 
nexion de ce circuit electrique secondaire. 
[0016] En suivant ces precedes, une carte k puce 
mixte est reallsee. Cette carte k puce a au moins deux 
couches plaquees I'une contre I'autre et un circuit elec- 

50 trique secondaire est present entre ces deux couches. 
Dans une premiere couche, un circuit principal est rea- 
lise sous la forme d'un micromodule. Le circuit principal 
comportant des metallisations joue un r6le d'interface 
avec un lecteur de cartes k puce. Des puits de con- 

55 nexlon creuses dans la premiere couche, sont remplis 
d'une colle conductrice. Cette colle permet d'etablir un 
lien electrique entre une metallisation du circuit principal 
et un point de connexion du circuit secondaire. 
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[0017] L'invention conceme done une carte a puce 
comportant un circuit electrique principal, un circuit elec- 
trique secondaire present dans une couche enterree de 
la carte et un micromodule ayant une zone de renfle- 
ment ou est fixee la puce et des ailes de part et d'autre 
du renflement, caracterisee en ce qu'elle comporte des 
couches constltuantes plaqu^es I'une centre I'autre 
avec le circuit electrique secondaire present entre elies 
et en ce que I'une des couches constltuantes comporte 
deux pults de connexion remplis de colle conductrice, 
cette colle conductrice dans les deux pults 6tant en con- 
tact direct avec deux points de connexion du circuit 6lec- 
trique secondaire et avec deux points de connexion du 
circuit electrique principal par Tintermedlaire de metalli- 
sations dudit circuit electrique principal, ces metallisa- 
tions assurant une connexion de la carte k puce k un 
lecteur de carte k puce k contact. 
[001 8] L'invention sera mieux comprise k la lecture de 
la description qui suit et k I'examen des figures qui I'ac- 
compagnent. Celles-ci ne sont presentees qu'^ titre in- 
dicatif et nullement limltatif de l'invention. Les figures 
montrent : 

Figure 1 : une vue de profil d'une carte k puce selon 
l'invention; 

Figure 2a : une vue de dessus d'une carte k puce 
selon l'invention; 

Figure 2b : une vue de dessous d'un micromodule 
de carte k puce selon l'invention. 

[0019] Lafigurel montre une vue de profil d'une carte 
k puce 1 conforme k linvention. La carte k puce 1 com- 
porte ici deux couches constltuantes 1.1 1 .2 entre les- 
quelles se lege un circuit Electrique 1 .3 secondaire. 
[0020] La carte 1 porte un micromodule 2. Le micro- 
module 2 comporte une puce 2.1 , et est ici port^e par 
un film isoTaht 3. Ce film isoiant 3 peut §tre en plastique 
ou en resine renforcee par des fibres. Des zones con- 
ductrices 4, 5, et 6 sont r6alis§es sur la face sup6rieure 
du film 3, par example grkce a des metallisations. Dans 
un exemple le film est un film entiferement metallise, les 
metallisations 4 a 6 etant gravees pour les indlvidualiser. 
La puce 2.1 est fixee contre la face inf6rieure du film 
isoiant 3. 

[0021] Pour permettre une connexion entre une zone 
conductrice 4 & 6 et la puce 2.1 ,on realise des trous tels 
que 3.1 et 3.2 dans le film 3. Les trous 3.1 et 3.2 per- 
mettent ici d'etablir respectivement une connexion entre 
un plot 7 de la puce 2.1 et un point de contact 8 de la 
metallisation 4 par rintemi6dialre d'un fil conducteur 9, 
et une connexion entre un plot 10 de la puce 2.1 et un 
point de connexion 11 de la metallisation 6 par I'inter- 
medialre d'un fil conducteur 12. Cette connexion est 
realisee par une machine de wire bonding qui prepare 
les micromodules 2. 

[0022] Le micromodule 2 est encastre dans un loge- 
ment 20 de la carte 1 . Selon les differents modes de 
realisation, le logement 20 peut se situer dans la couche 



constituante 1.1 seule, ou dans la couche constituante 
1 .1 et dans la couche constituante 1 .2. Le micromodule 
2 presente dans un exemple pretere une zone 21 de 
renflement ou est fixee la puce 2.1 et des ailes fines, ici 

5 22 et 23 de part et d'autre du renflement 21 . Le renfle- 
ment 21 a deux cotes lateraux 100 et 101 et uri fond 
1 02. Le fond 1 02 repose contre un fond du logement 20, 
dans la couche constituante 1.1 ou la couche consti- 
tuante 1.2, selon la profondeur desiree pour la puce. 

10 Une premiere aile 22 a un bord 200 et un fond 201 . Une 
deuxieme alle 23 a un bord 300 et un fond 301 . Les 
fonds 201 et 301 des ailes 22 et 23 reposent sur des 
marches 202 et 302 realises dans la couche constituan- 
te 1.1. 

15 [0023] La couche constituante 1 .2 inferieure est sur- 
montee par le circuit electrique secondaire 1 .3. Dans un 
exemple pretere, le circuit 1 .3 est une antenne. Cette 
antenne est par exemple formee par une spire plate uni- 
que. De preference, dans le cas de spires, la spire 1.3 

20 est obtenue par gravure d'une metallisation portee par 
la couche constituante 1 .2. De ce fait, repalsseur de 
{'antenne peut §tre tres faible. Le circuit electrique se- 
condaire 1.3 comporte deux plots de connexion 24 et 
25 disposes aux extremite du circuit 1 .3. Pourraccorder 

25 le circuit 1 .3 au circuit principal contenu dans le micro- 
module 2, on connecte le dessous de la metallisation 4 
et le plot 25 et le dessous de la metallisation 6 et le plot 
24. Cette connexion est obtenue par un deversement 
de colle conductrice dans des puits de connexion 1 3 et 

50 14 realises dans la couche 1.1. Les pults sont realises 
k cet effet dans les marches 202 et 302. Deux precedes 
sont possibles. 

[0024] Dans un premier procede, qui n'est pas le pro- 
cede prefere, les couches constltuantes 1.1 et 1 .2 sont 

35 assemblees de part et tfautredu circuit 1 .3 (celui-ci pou- 
vant resulter d'une gravure d'une metallisation generale 
de la face superieure de la couche 1 .2). Le micromodule 
est introdurt dans une cavite (ou logement) 20 de la cou- 
che 1.1 . Les puits 13 et 14 sont ensuite fraises dans la 

40 couche constituante 1 . 1 et les ailes du micromodule. Le 
fraisagedoit alors s'arreterexactementdans I'epaisseur 
des plots 24 et 25. Dans ce cas, le creusement: de la 
cavite 20 et des marches 202 et 302, dans la couche 
1.1 ou dans les couches 1.1 et 1 .2, peut etre prealable 

^ ou posterieur a Tassemblage de ces couches. 

[0025] Dans un deuxteme precede pretere, la couche 
1 .1 est preperforee par les puits 13 et 14 avant sa mise 
en place au-dessus de la couche 1 .2, et done des plots 
24 et 25 du circuit 1 .3 interpose. Ce circuit 1 .3 peut ici 

50 aussi etre grave ou resulter de la mise en place d'une 
feuille decoupee selon un dessin despireattendu. Dans 
ce cas, de preference, la cavite 20 aura ete preparee 
dans la couche 1 .1 avant mise en place de cette couche 
1 .1 sur les couche 1 .2 et 1 .3. Ce sera le cas en partlcu- 

55 tier si la cavite 20 doit s'etendre dans les deux couches 
1.1 et 1 .2, car alors elle peut etre obtenue par matn^age 
de la couche 1 .1 . Ce matrlgage de la couche 1 .1 se pro- 
duira alors de preference apres un estampage de la 
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couche 1.1 au cours duquel seront reatisees les mar- 
ches 202 et 302. Le matri9age de ta cavity 20 sera r6a- 
Iis6 en meme temps que le matrigage des purts 1 3 et 1 4 
de sorte que ces demiers ne necessrteront aucune eta- 
pe suppl^mentaire. Seule la matrice sera de fomne dif- 
ferente. 

[0026] Apr^s ces operations les differentes couches 
constrtutives de la carte 1 sont assemblies. Uassem- 
blage est ensuite lamine. 

[0027] Le film isolant 3 du micromodule 2 est par 
allleurs prialablement ajouri par des trous 26 et 27. Les 
trous 26 et27 sont situis k Tendroit, en regard des purts 
1 3 et 1 4 respectivement, ou le micromodule est pr^sen- 
te dans la cavite 20. A Tendroit de ces trous 26 et 27, 
les metallisations 4 et 6 presentent respectivement des 
points de connexion 28 et 29. Ces points de connexion 
28 et 29 sont utilises pour pemnettre les liaisons electri- 
ques avec les plots 24 et 25 respectivement en d6ver- 
sant de la colle conductrice dans les puits 13 et 14. 
[0028] Les puits de connexion 13 et 14 ddbouchent 
respectivement k I'endroit des fonds 201 et 301 des 
ailes. Pour remplir les puits de colle conductrice, on peut 
utifiser une colle isolante (tres fluide) chargee avec des 
particules conductrices. La mise en place de cette colle 
conductrice est r6a\\s6e avant mise en place du micro- 
module 2. On regie la quantlte de colle deversee de telle 
fagon que la colle deversee forme une goutte en sure- 
paisseur au-dessus des marches 202 et 302. Ensuite 
on met en place le micromodule 2 c*est-^-dire on met 
en place le circuit diectrique principal comportant des 
metallisations A kS pour etre connecte a un lecteur de 
cartes k puce k contact dans la cavite 20 de la couche 
1.1. La cavite est ici constituee sur les faces 1 00, 1 01 , 
1 02, 200, 202, 300, et302. Ainsi les points de connexion 
du circuit 1.3 pourront etre relid aux metallisations 4 et 
6 du circuit principal et k travers ces metallisations aux 
plots 7 et 10 respectivement. 

[0029] Les trous 13 et 14 ont un diametre super! eur k 
1 mm. Un tel diametre permet d'injecter la colle conduc- 
trice au moyen d'une seringue contenant la dose neces- 
saire pour remplir un puits de connexion avec un dome 
pour remonter dans les trous 26 et 27. En particulier, il 
faut qu'il y ait assez de colle pour que celfe-cl vienne au 
contact des points de connexion 28 et 29. It ne faut pas 
qu'il y en ait de trop, pour que par exces elle ne vienne 
pas, le long des bords 200 et 300, remonter centre les 
pistes metallisees sttuees k cote des pistes 4 et 6. La 
dose est definie de telle sorte que la realisation de la 
connexion soit possible. La colle doit avoir une viscosite 
qui permet une adhesion correcte aux parois du puits 
de connexion. Le bord superieur.de la colle, obtenu 
apres rempllssage du puits de connexion, doit se sure- 
lever et non s'affaisser. 

[0030] La figure 2a montre une vue de dessus de la 
carte k puce 1. Montre en tirets, le circuit 1.3 est loge 
dans le corps de la carte et se termlne par les plots 24 
et 25. Ces plots sont situes a I'aplomb des points de 
contacts 28 et 29 situes sous les metallisations 6 et 4 



respectivement. Ces points de contact 28 et 29 sont re- 
lies par les metallisations 4 et 6 aux points de contact 

11 et 8 respectivement, lesquels sont relies par les fils 

12 et 9 aux plots 10 et 7 de la puce 2.1. Selon une pre- 
5 miere fomne de realisation, les ailes 22 et 23 s'etendent 

paralieiement ^ un bord 1 00 et 1 01 de la cavite 20. Selon 
une variante, les ailes 22 et 23 sont conflnees k des on- 
glets 30 et 31. Ces onglets resultent d'une realisation 
des bords 1 00 et 1 01 avec des decrochements tels que 
^0 32 et 33 du contour des murs 34 (figure 1) du micromo- 
dule 2. Des decrochements correspondant doivent etre 
realises dans I'emporte piece qui sert pour le matrigage 
ou I'estampage. 

[0031] Dans ces cas les puits de connexion ont un 
IS diametre superieur k 1 mm mais inf erieur k 2 mm car ils 
doivent §tre contenus dans la surface de cheque mar- 
Che. Et chaque marche a une largeur, et ou une lon- 
gueur k I'endroit des decrochements 32 et 33, de Tordre 
de 3 mm. La colle doit etre assez fluide pour descendre 
20 au fond des puits et pour remonter par capillarite dans 
les trous 26 et 27. 

[0032] Les metallisations 4 a 6 peuvent occuper toute 
la surface de la vignette, ou etre legerement en retralt 
35 pour eviter les courts-circuits par debordement de 

25 colle conductrice dans les Interstices entre le micromo- 
dule 2 et les chants correspondant aux bords 200 et 300. 
[0033] Dans une variante preferee de realisation, fi- 
gure 2b, on cherche k eviter que des potehtiels eiectri- 
ques subis par les metallisations telles que 4 ^ 6 ne vien- 

30 nent perturber des signaux echanges entre la puce 2. 1 
et le circuit 1 .3. Dans ce but, les connexions entre cette 
puce 2.1 et ce circuit 1.3 sont realisees par Tinterme- 
diaire de metallisations teiles que 36 et 37, figures 1 et 
2b. Les metallisations 36 et 37 sont realisees sur le dos 

35 du film isolant 3. sur un cote de ce film 3 oppose k celui 
ou sont realisees les metallisations apparentes 4 k 6. 
Les metallisations 36 et 37 sont realisees bien entendu 
en dehors des en droits ou des trous tels que 3.1 et 3.2 
permettent k la puce 2.1 d'etre connectee k ces metal- 

<o llsations 4 k6, Dans un example, le circuit eiectrique 
secondaire 1 .3 s'etend dans le corps de la carte, autour 
du circuit eiectrique principal. 

[0034] Les metallisations 36 et 37 comportent deux 
plages principales. Une premiere plage telle que 38 per- 

^5 met la liaison eiectrique de la metallisation 36 k un plot 
tel que 7 de la puce 2.1 par i'intermediaire d'une liaison 
9.1 (en lieu et place d'une liaison 9). Une deuxieme pla- 
ge 39 reliee par une connexion 40 k la plage 38 est si- 
tuee en regard de la position attendue du puits 1 4. En 

so choisissant cette solution, d'une part il n'y a plus k crain- 
dre de decharges electrostatiques applfquees par un 
operateur qui placerait un doigt sur la metallisation ap- 
parente4, d'autrepart 11 n'estplus necessalre de realiser 
un trou 27 pour connecter la plage 4 au plot 7, et enfin, 

55 il n'est plus necessaire de caracte riser la colle pour 
qu'elle ait a remonter dans ce trou 27. En effet, it suffit 
au dessus du puits 14 de laisser une tegere bosse de 
colle conductrice pour que celle-ci vienne au contact de 
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la plage metalllsee 39. Dans la variante preferee, la pu- 
ce est 6galement connectee aux metallisation 36 et 37 
en menrie temps que d'autres de ses plots sont connec- 
t6s aux metallisations 4^6. 

[0035] Les metallisations 36 et 37 passant sous les 
murs tels que 34. Ceci peut etre realise simplement en 
constltuant ces murs, ou des anneaux Equivalents, en 
d6posant prEaiablement un filet de mati&re isoiante 
autour de ia puce avant de remplir I'espace circonscrit 
par ce filet par cettememematiere Isoiante. En agissant 
ainsi, II suffit d'utillser un film 3 m^tallisd double face et 
d'y graver les metallisations voulues, de cliaque cot6, 
en m§me temps. 



Revendications 

1 . Proc6d6 de realisation d'une carte k puce (1 ) com- 
portant un circuit eiectrlque principal, un circuit elec- 
trlque secondaire (1.3) present dans une couche 
enterree de la carte et un micromodule ay ant une 
zone de renf lament oCi est f ix^e ia puce et des aiies 
de part et d'autre du renflement, caracterlse en ce 
qu'il comporte les etapes sulvantes 

on forme une premiere couche isoiante (1 .2) de 
constitution d'un corps de la carte, 
on plaque contre cette premiere couche cons- 
tituante (1 .1 ) une premiere face du circuit elec- 
trique secondaire, 

on realise par allleurs une deuxieme couche 
constituante ptaquee contre une deuxieme fa- 
ce du circuit eiectrique secondaire, 
on introdurt, dans une cavite de cette deuxieme 
couche constituante, le micromodule, 
on f raise des puits (1 3,14) dans les alies du mi- 
cromodule et dans la deuxieme couche consti- 
tuante jusqu'^ la deuxieme face du circuit se- 
condaire, 

on remplit les puits d'une colle conductrice, 
on met en place, au-dessus du micromodule, 
ie circuit eiectrique principal comportant des 
metallisations pour etre connecte k un lecteur 
de carte k puce k contact, la colle conductrice 
dans les puits etant alors en contact direct avec 
deux points de connexion du circuit eiectrique 
secondaire et avec deux points de connexion 
du circuit eiectrique principal par I'intermediaire 
de metallisations de ce circuit eiectrique 
principal . 

2. Precede de realisation d'une carte k puce (1 ) com- 
portant un circuit eiectrique principal et un circuit 
eiectrique secondaire (1 .3) present dans une cou- 
che enterree de la carte, caracterlse en ce qu'il 
comporte les etapes suivantes 

on forme une premiere couche isoiante (1 .1 ) de 



constitution d'un corps de la carte, 
puis on realise des puits (1 3,1 4) dans cette pre- 
miere couche constituante, 
- ensuite on plaque contre cette premiere cou- 
5 Che constituante une face du circuit eiectrique 

secondaire, 

on realise par ailleurs une deuxieme couche 
constituante (1.2) plaquee contre Tautre.face 
du circuit eiectrique secondaire, 
10 ~ on remplit les puits de colle conductrice, 

on met en place le circuit eiectrique principal 
comportant des metallisations pour §tre con- 
necte k un lecteur de carte k puce k contact 
dans une cavite de la premiere couche consti- 
15 tuante, 

la colle conductrice dans les puits entre en con- 
tact avec deux points de connexion (28,29) du 
circuit eiectrique principal parTintermediaire de 
metallisations de ce circuit eiectrique principal 
20 et avec deux points de connexion (24,25) de ce 

circuit eiectrique secondaire. 

3. Carte k puce (1) comportant un circuit eiectrique 
principal (2.1 ), un circuit eiectrique secondaire (1 .3) 

25 present dans une couche enterree (1 .2) de la carte 
et un micromodule ayant une zone de renflement 
oCj est fixee la puce et des aiies de part et d'autre 
du renflement, caracterisee en ce qu'elle compor- 
te des couches constituantes (1.1, 1.2) plaquees 

30 Tune contre I'autre avec le circuit eiectrique secon- 
daire present entre eiles et en ce que t'une des cou- 
ches constituantes comporte deux puits de con- 
nexion (13,14) remplis de colle conductrice, cette 
colle conductrice dans les deux puits etant en con- 

35 tact direct avec deux points de connexion du circuit 
eiectrique secondaire et avec deux points de con- 
nexion du circuit eiectrique principal par I'interme- 
diaire de metallisations (4-6) dudit circuit eiectrique 
principal, ces metallisations assurant une con- 

40 nexion de la carte k puce k un lecteur de carte k 
puce k contact. 



4. Carte seion la revendicatlon 3, caracterisee en ce 
que les metallisations (36, 37) du circuit eiectrique 

45 principal en contact avec la colle conductrice sont 
realisees au dos d'un fii isolant (3) portant sur sa 
face avant des metallisation de contact destinees k 
etre connectees k un lecteur de carte k puce k con- 
tact. 

50 

5. Carte selon Tune des revendications 3 a 4, carac- 
terisee en ce que les puits sont realises dans une 
couche constituante avant un assemblage des cou- 
ches composant la carte k puce. 

55 

6. Carte selon la revendicatlon 5, caracterisee en ce 
que la couche constituante munie des puits de con- 
nexion comporte des marches (202,203) pour rece- 
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voir les ailes du micromodule en affieurement, les 
puits debouchant dans ces marches. 

7. Carte selon Tune des revendlcations 3^6, carac- 
terisee en ce que 1e micromodule est muni d'un film 5 
isolant (3) ajoure, la puce 6tant f ix6e k ce film Isolant 
ajour6. 

8. Carte selon Tune des revendlcations 3 7, carac- 
teris^e en ce que te micromodule comporte une io 
substance isolante (17) pourrempllrun espacevlde 
situe k I'endroit de la zone ou est plac^e la puce. 

9. Carte selon Tune des revendlcations 3^8, carac- 
terisee en ce que la colle conductrice comporte is 
une colle Isolante charg6e avec des particules con- 
duct rices. 

10. Carte selon Tune des revendlcations 3^9, carac- 
terisee en ce que les dimensions d*un purts sent 20 

suffisantes pour permettre rinjection d'une colle 
conductrice, et en particuller presentent un dlame- 
tre sup6rieur k 1 mm. 

1 1 . Carte selon Tune des revendlcations 3 & 1 0, carac- 25 
terise en ce que te circuit ^tecthque secondare 
s'etend dans le corps de la carte, autour du circuit 
^lectrique principal. 
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Fig , 2b 
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